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에서 혼합 입자 슬러리의 에 대한 연구CMP Mechanism
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반도체 소자의 크기가 작아짐에 따라 웨이퍼 표면의 평탄화를 위한  CMP(chemical 
공정은 핵심 기술이 되었다 공정에서 웨이퍼 표면은 슬러mechanical planarization) . CMP 

리에 포함된 첨가제에 의한 화학적인 반응과 연마입자에 의한 기계적인 효과에 의해 평탄화
된다 일반적으로 슬러리의 경우 를 사용하지만 [1]. CMP single abrasive slurry(SAS) CMP
에서 연마율을 향상시키기 위해 를 사용하기도 한다 mixed abrasive slurry(MAS) [2].
이 연구에서는 서로 다른 크기를 갖는 콜로이달 실리카를 이용한 에 대해 연구를 했 MAS
다 최적화 된 혼합 비율에서 의 연마율은 최대 이었으며 이는 콜. MAS 2480 /min , 50 nm Å
로이달 실리카 보다 약 높고 콜리이달 실리카 보다 SAS(CS50) 146% , 120 nm SAS(CS120)
약 높은 결과를 보여준다 가 향상된 연마율을 보여준 것은 실제 공정에 참46% . MAS CMP 
여하는 입자의 개수가 증가했기 때문이고 이것은 마찰계수를 통해 확인할 수 있다, .

서로 다른 혼합비율에 따른 연마율 과 Fig. 1. COF
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